~-LMAN

IS COMING IN
GERMAN MARKET

OPEN YOUR
MIND TO

Sie bendtigen /
Heatsinks Leiterplatten?

Wir bieten Ihnen fachliche
Kompetenz aus
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Warum sollten Sie sich fiir Metal Clad

Leiterplatten von ELMAN entscheiden?

bietet lhnen europaische
Spitzenleistung bei der Produktion von
Leiterplatten (Aluminium,
Kupfer, Messing)

WIR HABEN...

S die entsprechenden Technologien

S Wetthewerbsfahigkeit

 ausgezeichnete Kooperationen mit weltweit fiihrenden
Unternehmen

 Fachkenntnisse seit 1990

 Forschungs- und Entwicklungsabteilungen

S Marktflexibilitat

WIR BIETEN...

@ die Produktion von eigenen Laminaten
 giinstigere Kosten und kiirzere Lieferzeiten
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VALUE IN INTERCONNECTION

MATERIALIEN
METALLTRAGER: Aluminium, Kupfer, Messing

DIELEKTRIKUM: PTFE-basierte Materialien,
Duroplastische Materialien, Materialien mit hoher
Warmeleitfahigkeit, Standard-FR4-Materialien

KUPFERFOLIE: 17+210pm Dicke
TECHNOLOGIEN

Produktion der Laminate:

@ ausgezeichnete Verpressung der einzelnen
Materiallagen

@ Design Spezifikation (Starke und Typ des
Materials) nach Kundenvorgaben

Prozess- und Produktoptimierung:

& [Zentriertechniken mittels X-ray

& Mechanische Arbeiten mit Spezialwerkzeugen

& Abzugs- und Haftfestigkeitstest

S Warmeleitfahigkeits Test

© Kontinuierliche Verbesserungen der Forschungs-
und Qualitatssysteme
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Non Standardtechniken und Konfigurationen

© elektrisch isolierte Bestiickung, befestigt und
verbundene
Anschlusslacher durch metall-plattierte
Materialien

|solierte Bauteile durch MC Material

Maglichkeit des beidseitigen Lotens der

Komponenten oder Verbindungen

Asthetische Vorteile: Fehlen von sichtbaren

isolierten Leitungen sichtbar auf der Oberseite

GroBenreduzierung

Vereinfachte Form der Leiterplatten

 Direct Dissipation Technik
Herstellung von Leiterplatten, welche den
direkten Kontakt zwischen Thermalpad und
Metallanschluss ermaglicht
Atz- und Oberflachentechniken

@ Verbindungstechniken mit druckempfindlichen
Klebstoffen

& Optimierung des Basismaterials entsprechend
der GroBe der Leiterplatten

© geringe Kosten durch innovative Technik mit
Hilfe der Produktion vor Ort

& Spezialisierung des Anwendungsbereiches durch
vor Ort angewandte Prozesse und Oberfléchen
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VALUE IN INTERCONNECTION

KOOPERATIONEN

& Wir zdhlen zu den Hauptkonsumenten von IMS
Materialien in Italien.

& Wir sind in der Lage, PCB"s auf unserem
Material mit besseren thermischen
Figenschaften und geringeren Kosten als unsere
Wettbewerber zu liefern.

& Wir verfiigen iiber vielseitige Versorgungswege
fiir die Grundmateralien der weltweit fihrenden
Unternehmen (Bergquist, Rogers, Ventec, Iteq...)
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VALUE INTERCONNECTION

FUR WEITERE INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE UNS GERN UNTER

() ELMAN HEADQUARTER
via 1° Maggio, 23
64015 - Nereto (TE) - ITALY

Contact center: +39.0861.80671
@ CONTACTUS Customer service: +39.0861.806738
Sales & Marketing director: +39.0861.806731
sales@pchelman.it

www.pcbelman.it

Y MID-.......

_—
moided interconnect davices

MID Solutions GmbH
BahnhofstraBe 3 b
37539 Bad Grund

Manfred Hellmich Wolfgang Pilster

Tel. +49 (5327) 859335 Tel. +49 (5327) 859077
Mobile: +49 173 3791456 Mobile: +49 173 3791465
mhellmichf@mid-solutions.de wpilsterfdmid-solutions.de




